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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 
ET À SEMICONDUCTEURS – 

Partie 1: Spécification générique 
AVANT-PROPOS 

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. 
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le 
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés 
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités 
nationaux. 

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de 
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes 
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale 
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité 
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes. 

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 61747-1 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs 
optoélectroniques, d'affichage et d'imagerie, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à 
semiconducteurs. 

La présente partie 1 constitue la spécification générique dans le Système CEI d'assurance de 
la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les dispositifs d'affichage à cristaux 
liquides et à semiconducteurs. 

La présente version consolidée de la CEI 61747-1 comprend la première édition (1998) 
[documents 47C/200/FDIS et 47C/205/RVD] et son amendement 1 (2003) [documents 
47C/288/FDIS et 47C/294/RVD]. 

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de 
base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. 

Elle porte le numéro d'édition 1.1. 

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par 
l’amendement 1. 

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de 
spécification dans le Système CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ). 

Les annexes C et D font partie intégrante de cette norme. 

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d’information. 

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera 
pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera 
• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES – 

Part 1: Generic specification 

 
FOREWORD 

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is 
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may 
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising 
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization 
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two 
organizations. 

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an 
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation 
from all interested National Committees. 

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form 
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National 
Committees in that sense. 

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International 
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any 
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly 
indicated in the latter. 

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with one of its standards. 

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject 
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 61747-1 has been prepared by subcommittee 47C: Optoelectronic, 
display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

This part 1 forms the generic specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic 
Components (IECQ) for liquid crystal and solid-state display devices. 

This consolidated version of IEC 61747-1 consists of the first edition (1998) [documents 
47C/200/FDIS and 47C/205/RVD] and its amendment 1 (2003) [documents 47C/288/FDIS and 
47C/294/RVD]. 

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has 
been prepared for user convenience. 

It bears the edition number 1.1. 

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by 
amendment 1. 

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number 
in the IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ). 

Annexes C and D form an integral part of this standard. 

Annexes A and B are for information only. 

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will 
remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be  
• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
ET À SEMICONDUCTEURS –

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d’application

Cette publication contient des spécifications génériques concernant les dispositifs d’affichage à
cristaux liquides et à semiconducteurs. Elle définit des procédures générales portant sur
l’évaluation qualité à mettre en oeuvre dans le cadre du système IECQ, et établit des règles
générales concernant les méthodes de mesure des caractéristiques électriques et optiques, les
essais climatiques et mécaniques et les essais d’endurance.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique

CEI 60050 (toutes les parties), Vocabulaire Electrotechnique International

CEI 60068 (toutes les parties), Essais d’environnement

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement – Partie 1: Généralités et guide

CEI 60068-2 (toutes les parties), Essais d’environnement – Partie 2: Essais

CEI 60191 (toutes les parties), Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs

CEI 60191-1:1966, Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Première
partie: Préparation des dessins des dispositifs à semiconducteurs

CEI 60191-2:1966, Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Deuxième
partie: Dimensions

CEI 60191-3:1974, Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Partie 3:
Règles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

CEI 60410:1973, Plans et règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas

CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets

CEI 60747-1:1983, Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés –
Première partie: Généralités
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES –

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61747 is a generic specification for liquid crystal and solid-state display
devices. It defines general procedures for quality assessment to be used in the IECQ system
and gives general rules for measuring methods of electrical and optical characteristics, rules
for climatic and mechanical tests, and rules for endurance tests.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary

IEC 60068 (all parts), Environmental testing

IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance

IEC 60068-2 (all parts), Environmental testing – Part 2: Tests

IEC 60191 (all parts), Mechanical standardization of semiconductor devices

IEC 60191-1:1966, Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 1: Preparation
of drawings of semiconductor devices

IEC 60191-2:1966, Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 2: Dimensions

IEC 60191-3:1974, Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 3: General
rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams

IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices – Discrete devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1:
General
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CEI 60747-5:1992, Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés –
Cinquième partie: Dispositifs optoélectroniques

CEI 60747-10:1991, Dispositifs à semiconducteurs – Dixième partie: Spécification générique
pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés

CEI 60749:1996, Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques

CEI 61747-2-1:1998, Dispositifs d'affichage à cristaux liquides et à semiconducteurs – Partie 2-1:
Modules d'affichage à cristaux liquides (LCD) monochromes à matrice passive – Spécification
particulière cadre

CEI 61747-3-1:1998, Dispositifs d'affichage à cristaux liquides et à semiconducteurs – Partie 3-1:
Cellules d'affichage à cristaux liquides (LCD) – Spécification particulière cadre

CEI 61747-4:1998, Dispositifs d'affichage à cristaux liquides et à semiconducteurs – Partie 4:
Modules et cellules d'affichage à cristaux liquides – Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CEI 61747-5, — Dispositifs d’affichage à cristaux liquides et à semiconducteurs – Partie 5:
Environnement, méthodes d’essais d’endurance et mécaniques

QC 001002:1986, Règles de procédure du Système CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

ISO 1000:1992, Unités SI et recommandations pour l’emploi de leurs multiples et de certaines
autres unités

ISO 1101:1983, Dessins techniques – Tolérancement géométrique – Tolérancement de forme,
orientation, position et battement – Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins

ISO 2859 (toutes les parties), Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs

ISO 8601:1988, Eléments de données et formats d’échange – Echange d’information –
Représentation de la date et de l’heure

3 Terminologie

Dans le cadre de la série de normes CEI 61747, les termes et définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Concepts physiques

3.1.1
couche d'alignement
couche mince, déposée sur les électrodes gravées, qui détermine la direction du directeur à sa
surface. Cette couche produit l'arrangement désiré. Des alignements tels que l'alignement
homéotrope (3.1.14) ou l'alignement planaire (3.1.15) sont réalisés par l'arrangement collectif
des molécules du cristal liquide affectées localement par les forces de surface. Une couche
d'alignement spéciale peut créer l'angle de préinclinaison (3.1.20)

3.1.2
phase chirale
phase cristal liquide présentant une torsion spontanée
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IEC 60747-5:1992, Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 60747-10:1991, Semiconductor devices – Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices – Integrated circuits

IEC 60749:1996, Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods

IEC 61747-2-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devices – Part 2-1: Passive matrix
monochrome LCD modules – Blank detail specification

IEC 61747-3-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devices – Part 3-1: Liquid crystal
display (LCD) cells – Blank detail specification

IEC 61747-4:1998, Liquid crystal and solid-state display devices – Part 4: Liquid crystal display
modules and cells – Essential ratings and characteristics

IEC 61747-5, — Liquid crystal and semiconductor devices – Part 5: Environmental, endurance
and mechanical test methods

QC 001002:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain
other units

ISO 1101:1983, Technical drawings – Geometrical tolerancing – Tolerancing of form,
orientation, location and run-out – Generalities, definitions, symbols, indications on drawings

ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes

ISO 8601:1988, Data elements and interchange formats – Information interchange –
Representation of dates and times

3 Terminology

For the purpose of standard series IEC 61747, the following terms and definitions apply.

3.1 Physical concepts

3.1.1
alignment layer
a thin layer deposited over the patterned electrodes that determines the direction of the
director at the surface. This layer produces the desired ordering. Alignment such as
homeotropic alignment (3.1.14) or planar alignment (3.1.15) are achieved by the co-operative
ordering of the liquid crystal molecules locally affected by the surface forces. The alignment
layer is generating the pretilt angle (3.1.20)

3.1.2
chiral phase
a liquid crystal phase exhibiting a spontaneous twist




